
ＲＦ対応　：　フィルタ無し
感度許容差　：　±４ｄＢ

シリコンデジタル マイクロホン
SPM0405HD4H_モジュール

■ SPM0405HD4Hを取り扱いやすいＤＩＰ８ピン基板に実装しました。連結ソケット（両端オスピン）８Ｐ

を半田付するだけです。

■ ブレッドボード等でスピーディーに動作確認と評価が出来ます。電子工作に最適です。

■ ３．２５ＭＨｚまでのオーバーサンプリング、ユーザーの受け側回路でのフルデジタル処理が可能です。

■ アナログ部分がマイク内部のみ、ノイズの影響をほとんど受けずに音響信号を処理チップへ伝送でき

ます。

■ シグマデルタ（ΣΔ）型Ａ／ＤコンバーターでＰＤＭ出力、１４ビット相当の分解能。

■ 回路設計が容易でマイク設置位置を自由に選択できます。

★ 基板外形寸法図 ★

★ SPM0405HD4H ★

TOP VIEW

★ 回路図 ★



注１）　プリント基板のみの販売はしておりません。申し訳ございません。m(__)m。

切り欠きを合わせます。

■ 表面実装部品（Ｍ１。Ｃ１）は実装されてます。

ＤＩＰ８連結ピンを半田付するだけです。簡単です。

■ 半田付時には火傷やケガをしない様十分ご注意下さいね。

★ 参考資料 ★

★ 参考資料 ★★ 参考資料 ★

★ご注意★

■ 本キットは電子工作趣味レベルの設計としており、本キット採用時には十分な各

種検討及び必要試験を実施してご使用頂きます様お願い申上しげます。採用をされ

万が一損害や事故等が発生しても

㈱秋月電子通商及び設計者は一切責任をおいませんので、その旨十分ご理解の上

★ご質問★

■ ご質問は、往復はがき又は返信用切手同封の上封書でお願い申し上げます。

〒１５８－００９５ 東京都世田谷区瀬田５－３５－６

㈱秋月電子通商 質問受付係

★ 製作について ★

連結ソケット（両端オスピン）８Ｐ

モジュール基板

太いピン

細いピン

★ 部品表 ★

注１）


